报告的题目：温度梯度作用下电子封装微焊点互连技术研究




摘要：

随着电子封装器件不断向微型化、高性能、无铅化的方向发展，电子封装逐渐从二维向三维封装转变，其热管理越发困难，温度梯度下无铅界面反应是目前电子封装制造过程中出现的新问题，对微互连焊点可靠性将产生巨大影响，亟待系统深入研究。设计实验研究温度梯度对电子封装微焊点界面反应的影响，首次揭示了温度梯度下无铅焊点金属间化合物的生长动力学，基于原子通量原创性的提出了温度梯度下化合物生长模型，实现了热迁移下金属间化合物生长动力学的数值模拟与预测，该研究结果和理论模型对电子封装制造微互连技术提供理论指导。并且原位表征了微焊点在热迁移作用下界面金属间化合物生长和基体溶解动力学规律，发现了合金Zn元素可有效抑制热端基体的溶解和冷端金属间化合物生长； 发现了温度梯度作用下冷端单晶特定晶面上具有强烈织构特征的界面金属间化合物持续加速外延生长，棱晶状形貌得到保持，实现了微尺度焊点中晶粒特定形貌及取向的调控，提出了一种温度梯度下回流形成择优取向全金属间化合物焊点的新方法。
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研究课题：同步辐射原位研究温度梯度对电子封装互连微焊点界面反应及凝固行为的影响。
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